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证券代码：002579                               证券简称：中京电子                      公告编号：2024-017 

惠州中京电子科技股份有限公司 

2023 年年度报告摘要 

一、重要提示 

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指

定媒体仔细阅读年度报告全文。 

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 

非标准审计意见提示 

□适用 不适用 

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 

□适用 不适用 

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 

□适用 不适用 

二、公司基本情况 

1、公司简介 

股票简称 中京电子 股票代码 002579 

股票上市交易所 深圳证券交易所 

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 

姓名 陈汝平 黄若蕾 

办公地址 
广东省惠州市仲恺高新区

陈江街道中京路 1 号 

广东省惠州市仲恺高新区

陈江街道中京路 1 号 

传真 0752-2057992 0752-2057992 

电话 0752-2057992 0752-2057992 

电子信箱 obd@ceepcb.com huangruolei@ceepcb.com 

2、报告期主要业务或产品简介 

一、报告期内公司所处行业情况 

（一）公司所处行业情况 
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公司所处行业为印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”）制造业。PCB 是指采用电子

印刷术制作的，在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制组件的印制板，是电子产品的关键电子互

连件，广泛应用于网络通讯、消费电子、计算机、新能源汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空

航天等领域，在整个电子产品中具有不可替代性，有“电子产品之母”之称。 

目前，全球印制电路板企业主要集中在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、东南亚、美国、欧

洲等地，中国是全球 PCB最大的生产基地。 

印制电路板属于电子信息制造的基础产业，受宏观经济周期性波动影响较大，2023 年在全球地缘

政治冲突、贸易博弈等不确定因素影响下，全球整体宏观低迷，据 Prismark2023 年第四季度报告统计， 

2023年以美元计价的全球 PCB产业产值同比下降 14.96%。 

从中长期来看，人工智能、汽车电子化、高速网络、机器人等蓬勃发展将激发高端 HDI、高速多层

板、封装基板等细分市场增长，为 PCB带来新一轮的增长周期，未来 PCB 产业将保持稳定增长的趋势，

Prismark 预计 2023 年至 2028 年间全球 PCB 产值的年复合增长率为 5.4%，中国大陆地区的复合增长率

为 4.1%。产品结构方面，高多层板、高频高速板、HDI板等高端产品预计将保持较高的增速，未来五年

复合增速分别为 5.5%、7.8%、6.2%。 

（二）公司所处的行业地位 

公司专注于印制电路板（PCB）的研发、生产、销售与服务二十余年，具备丰富的行业经验与技术

积累，系 CPCA 行业协会副理事长单位，行业标准制定单位之一，系工信部首批符合《印制电路板行业

规范条件》的 PCB企业、国家火炬计划高技术企业，拥有省级工程研发中心和企业技术中心、国家级博

士后科研工作站、广东省 LED封装印制电路板工程技术研究中心，是全国电子信息行业创新企业、广东

省创新型企业，在产业技术与产品质量等方面居国内先进水平。连续多年入选全球印制电路行业百强企

业、中国电子电路行业百强企业。 

二、报告期内公司从事的主要业务 

公司主营业务为印制电路板(PCB)的研发、生产、销售与服务，主要产品为刚性电路板（RPCB）、

高密度互联板（HDI）、柔性电路板（FPC）、刚柔结合板（R-F）和柔性电路板组件（FPCA）及集成电

路（IC）封装载板。公司产品结构类型丰富，产品应用领域广泛，是目前国内少数兼具刚柔印制电路板

批量生产与较强研发能力的 PCB制造商，能够同时满足客户不同产品组合需求、快速响应客户新产品开

发，为客户提供产品与技术的一体化解决方案。 

近年来，全球电子信息产业正发生深刻变革，产业格局不断调整变化，产品创新与迭代加速发展，

为更好地把握行业发展机遇，快速响应市场需求变化，公司加大了对高多层电路板（HLC）、高阶 HDI

及 Anylayer HDI、IC载板、刚柔结合板（R-F）等产品的投入与布局，深入切入网络通信、新型高清显

示、新能源汽车电子、数据中心、人工智能、物联网以及大数据与云计算等新兴市场领域。 

公司主要经营模式为以销定产，依据客户订单组织和安排生产，按不同产品特性定制生产工艺，为

客户提供个性化综合解决方案。公司的客户主要为下游电子信息产业终端应用领域核心品牌企业。公司

在深化与现有客户良好合作的基础上，积极拓展国内外市场，持续提升公司市场占有率。持续提升产品

技术水平以及快速响应市场变化与客户需求的能力是公司 PCB产业当前及未来重要的业绩驱动因素。 

3、主要会计数据和财务指标 

（1） 近三年主要会计数据和财务指标 

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 

是 □否 
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追溯调整或重述原因 

会计政策变更 

元 

 2023 年末 
2022 年末 

本年末比上年

末增减 
2021 年末 

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 

总资产 
6,516,710,00

8.68 

6,646,930,95

6.10 

6,647,109,85

0.11 
-1.96% 

6,514,616,69

7.58 

6,514,616,69

7.58 

归属于上市公

司股东的净资

产 

2,491,287,06

1.60 

2,685,243,60

3.21 

2,685,382,89

7.22 
-7.23% 

2,851,253,59

5.46 

2,851,253,59

5.46 

 2023 年 
2022 年 

本年比上年增

减 
2021 年 

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 

营业收入 
2,623,767,00

4.69 

3,054,317,84

8.31 

3,054,317,84

8.31 
-14.10% 

2,944,827,49

6.44 

2,944,827,49

6.44 

归属于上市公

司股东的净利

润 

-

137,210,999.

58 

-

179,094,944.

03 

-

178,955,650.

02 

23.33% 
148,052,447.

55 

148,052,447.

55 

归属于上市公

司股东的扣除

非经常性损益

的净利润 

-

130,616,408.

89 

-

212,582,889.

17 

-

212,443,595.

16 

38.52% 
132,612,137.

98 

132,612,137.

98 

经营活动产生

的现金流量净

额 

323,760,043.

61 

64,674,552.2

5 

64,674,552.2

5 
400.60% 

249,736,710.

54 

249,736,710.

54 

基本每股收益

（元/股） 
-0.22 -0.30 -0.30 26.67% 0.25 0.25 

稀释每股收益

（元/股） 
-0.22 -0.30 -0.30 26.67% 0.24 0.24 

加权平均净资

产收益率 
-5.31% -6.54% -6.54% 1.23% 5.36% 5.36% 

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 

公司自 2023年 1月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的

递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日

之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规

定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时

性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表

列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 

（2） 分季度主要会计数据 

单位：元 

 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 

营业收入 607,775,861.39 681,235,141.00 636,944,491.52 697,811,510.78 

归属于上市公司股东

的净利润 
-62,075,412.24 -27,107,758.57 -21,375,397.43 -26,652,431.34 

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益

的净利润 

-65,331,040.78 -29,706,195.27 -25,318,393.91 -10,260,778.93 

经营活动产生的现金 57,384,455.97 83,209,227.85 27,490,282.61 155,676,077.18 
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流量净额 

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 

□是 否 

4、股本及股东情况 

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 

单位：股 

报告期末

普通股股

东总数 

75,155 

年度报告

披露日前

一个月末

普通股股

东总数 

83,397 

报告期末

表决权恢

复的优先

股股东总

数 

0 

年度报告披露日前一个

月末表决权恢复的优先

股股东总数 

0 

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件的股份

数量 

质押、标记或冻结情况 

股份状态 数量 

惠州市京

港投资发

展有限公

司 

境内非国

有法人 
19.06% 116,758,454.00 0.00 质押 

58,310,00

0.00 

香港中扬

电子科技

有限公司 

境外法人 11.72% 71,785,136.00 0.00 质押 
42,300,00

0.00 

杨林 
境内自然

人 
6.27% 38,427,702.00 28,820,776.00 不适用 0 

姜云瀚 
境内自然

人 
0.92% 5,627,348.00 0.00 不适用 0 

许树华 
境内自然

人 
0.88% 5,414,100.00 0.00 不适用 0 

张建飞 
境内自然

人 
0.49% 3,000,000.00 0.00 不适用 0 

香港中央

结算有限

公司 

境外法人 0.45% 2,747,763.00 0.00 不适用 0 

大连华升

投资有限

公司 

境内非国

有法人 
0.26% 1,566,200.00 0.00 不适用 0 

惠州市普

惠投资有

限公司 

境内非国

有法人 
0.23% 1,437,972.00 0.00 不适用 0 

张宣东 
境内自然

人 
0.19% 1,180,291.00 0.00 不适用 0 

上述股东关联关系或一

致行动的说明 

公司前 10 名股东中，杨林为惠州市京港投资发展有限公司控股股东，公司未知其他股东之

间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一

致行动人。 

参与融资融券业务股东

情况说明（如有） 
无 

前十名股东参与转融通业务出借股份情况 

□适用 不适用 

前十名股东较上期发生变化 

□适用 不适用 
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（2） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 

□适用 不适用 

公司报告期无优先股股东持股情况。 

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 

 

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 

□适用 不适用 

三、重要事项 

不适用 

 

惠州中京电子科技股份有限公司 

2024年 4月 24日 
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